


성공적으로 마무리

 국내 반도체 산업계 최대 행사인 반도체대전 ‘SEDEX 2024’가 사흘간의 일정을 마치고 폐막했다. 올해 반도체대전은 반도

체 장비, 소재, 부품, 설계, 재료, 설비기업 등 반도체 산업 생태계를 구성하는 全 분야 280개의 기업이 참여하여 700부스

의 규모 로 치러졌다.

 최근 AI 기술의 발전과 함께 주목받고 있는 패키징 기술과의 연계를 강조하여, 전시회 슬로건을 ‘AI 반도체와 최첨단 패키

지 기술의 융합’ 으로 정하고 관련 분야에 심층적으로 접근할 수 있는 SEDEX Keynote 무대 또한 마련되었다.

 삼성전자는 ‘LPDDR5X’, ‘HBM3E’, ‘CMM-D’ 등 고성능 차세대 메모리들을 선보였으며, AI시대에 걸맞는 첨단 패키지

솔루션인 ‘I-Cube’, ‘X-Cube’를 소개했다. 또한 이미지 센서 제품군의 ‘ISOCELL’ 라인업과, 웨어러블용 애플리케이션프

로세서(AP) ‘엑시노스W1000’ 등 차세대 모바일 경험의 토대가 될 다양한 첨단 솔루션을 선보였다.

 SK하이닉스는 ‘HBM3E’ 12단, ‘CMM-DDR5’, ‘GDDR6-AiM’ 등 차세대 AI 메모리를 비롯해 최신 규격의 서버용

‘DDR5-RDIMM(1cnm)’, eSSD 라인을 전시했다. 또한 AI 비전을 실현시킬 용인 반도체 클러스터의 미래를 소개하는 별

도 존을 마련하여 비전을 공유하였다.



1. SEDEX Overview

▶ 행사 : 2024 SEDEX (제26회 반도체대전)

▶ 장소 : COEX Hall C&D1 (3F)

* 한국전자展 : Hall A&B (1F)

▶ 기간 : 2024년 10월 23일(수)~25일(금)

▶ 규모 : 280개사 700부스

* 한국전자산업대전 800개사 2,000개부스 36,007㎡

▶ 관람 : 55,553명

* 한국전자산업대전(A~D홀) 64,341명 (6% 증가)

▶ 주관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합

▶ 후원 : SK하이닉스, 삼성전자, 램리서치, 

어플라이드머티리얼즈, 시높시스

• 스마트폰, TV 등반도체수요제품부터메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서등반도체산업생태계全분야가참여

• 전시회 참가기업 상호간 공급/수요기업이 되는 산업 생태계형 전시회 로 전시기간 동안 홍보·비즈니스의 장으로 활용 가능

• 캐나다, 영국, 인도, 미국, 일본 등 10개국 해외 기업의 참가로 글로벌 비즈니스 기회 제공

• 동일기간 같은 장소에서 한국전자展(KES)과 더불어 개최 되는 ICT 전시회로 관련 다양한 기술정보 확보 및 홍보효과 기대



2. SEDEX Review 

 반도체대전 개막 이튿날인 10/24(목)에는 SK하이닉스 이강욱 부사장, 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 박광선 대표가 ‘AI 반도체와 최첨

단 패키지 기술의 융합‘, ‘Vision for the Future: Convergence of AI Chips and Advanced Packaging’을 주제로 키노트 스피치가 진

행되었다.

 SK하이닉스 이강욱 부사장은 ‘AI 시대의 반도체 패키징의 역할’이라는 주제로 발표를 진행했다. SK하이닉스 이강욱 부사장은 “한국이 메모

리, IDM 중심으로 성장하니 후공정 같은 연계 공정 경쟁력이 취약한 원인”, “단순히 반도체 트랜지스터 용량을 키우는 시대가 아닌, 패키징

을 통해 SiP(System in Package)등의 형식으로 무어의 법칙을 넘어서는 시대가 도래했다”라며, “반도체 산업이 균형 있게 성장하기 위해

서는 결국 첨단 패키징 기술이 있어야 한다”고 패키징의 중요성을 강조했다.

 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 박광선 대표는 ‘반도체 산업의 미래: 에너지 효율적 컴퓨팅과 혁신의 가속화’ 주제로 기조연설을 진행했다.

박광선 대표는 “AI 기술의 발전으로 전력 효율의 우려가 커지고 있으며, 개선하는 것이 중요한 과제”라며, 어플라이드 머티어리얼즈의 다양

한 반도체 장비 포트폴리오가 여러 공정을 통합하거나 최적화하는 솔루션을 제공할 수 있을 것이라고 밝혔다. 또한 “공정 효율뿐만 아니라

환경까지 고려하여 솔루션을 갖출 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.

SEDEX Keynote



 국내 반도체 기업과 소부장 기업들이 반도체대전에서 한층 높아진 기술력을 선보인다. ▲ PSK는 반도체 노광 공정 후 감광액을 제거하는

PR Dry Strip 장비를 소개했다. ▲ 엑시콘은 AI 확산에 따라 차세대 메모리로 손꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 칩셋의 검사 장비를

선보였다. ▲ 국내 대표적인 소재 기업인 에프에스티는 자체 설계 프레임을 구성으로 하는 고투과율의 EUV용 펠리클 기술을 공개했다. ▲

국내 반도체 산업 클린룸 분야 국산화를 성공시켰던 신성이엔지는 클림룸 장비, 이차전지 드라이룸 등을 소개하였다. ▲ 주성엔지니어링은

반도체 초미세화에 대응하는 원자층증착(ALD) 장비인 ‘가이던스 시리즈’를 선보였다. ▲ 국내 대표 장비 기업인 원익IPS와 케이씨텍도 참

가하여 자사 기술력을 선보였다.



 AI 반도체 및 시스템 반도체 분야에서도 많은 기업이 참여했다. ▲ LX세미콘은 고속 데이터 전송 솔루션, 터치 솔루션 등 핵심 기술과 디스

플레이 프로세서 등 디스플레이 제품들을 선보였으며, 차량 모터 구동용 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 등 차량용 반도체 또한 소개했다. ▲

엣지용 AI 반도체기업 딥엑스는 자사개발 AI반도체인 ‘DX-M1’의 안정성과 효율성을 선보였고, 특히 저전력 발열 억제 특성을 강조하였다.

▲ 에이직랜드는 SoC, 백엔드, 온디바이스AI 관련 자사의 반도체 설계 자동화 플랫폼인 ‘Aworld Magic’, ‘ALPS’, ‘TOAST’ 를 소개하였

다. ▲ 세미파이브는 반도체의 수율, 연결, 성능을 극대화 시킬 수 있는 첨단 패키징 기술인 ‘칩렛 설계 솔루션’을 선보였다. ▲ 고효율 NPU

와 차세대 고성능 메모리 반도체용 IP를 개발하는 오픈엣지테크놀로지 또한 참여하였다.



 이 외에도 최고의 반도체 기술력을 가지고 있는 기업들이 참여했다. ▲ 동진쎄미켐은 하이브리드본딩(HCB)용 화학기계적연마(CMP) 슬러

리(Slurry) 기술을 선보였다. ▲ 미코세라믹스는 HBM 공정을 위한 TSV TC Bonder용 세라믹 ‘펄스 히터’를 소개했다. ▲ 인아그룹은 계열

사인 인아오리엔탈모터·인아텍앤코포·인아엠씨티·애니모션텍과 함께 반도체 업계의 니즈를 충족시키는 다양한 제품과 솔루션을 선보였다.

▲ 켐트로닉스는 반도체 노광 공정에 쓰이는 포토레지스트(PR)의 주 원료인 고순도(5N) PGMEA 를 최초 공개했다. ▲ 큐알티는 양성자 검

사 방식의 우주·국방용 반도체 '신뢰성 평가 솔루션'을 공개했다.

 이번 전시에서는 지난 전시보다 지방자치단체의 관심이 더 뜨거웠다. ▲ 충청북도, 전라남도, 용인특례시, 부천시, 강원특별자치도, 안성시,

이천시, 광주광역시, 구미시에서 참여하였으며, 반도체 및 IT 산업 관련 정책과 투자 유치 활동을 적극적으로 펼쳤다. ▲ 주요 공통점으로는

관내 기업들과 공동관 운영, 투자 인프라와 세제 혜택 등 지원 정책 홍보, 특화 산업단지 및 클러스터 소개, 인재 양성 및 테스트베드 구축 전

략 홍보 등이 있었다. ▲ 특히 각 지역의 강점을 부각하며 투자 매력을 알리고, 네트워크 형성과 판로 개척을 지원하고자 하는 의지를 강조하

였다. 이를 통해 지역 산업 발전과 반도체 생태계 활성화를 도모했다.

 국가관들의 관심도 여전했다. ▲ 캐나다와 영국에서도 많은 반도체 기업들이 국가관으로 참여하였다. 캐나다에서는 Blumind, CEMWorks,

Daanaa Resolution Inc. 등 참여하였고, 영국에서는 Edwards, Oxford Instruments, Paragraf 등이 참여하여 한국 기업과 더욱 활발

한 교류를 기대하였다.



3. Floor Plan : 700부스



4. Exhibitor List : 280개사

※ 반도체대전 참가사의 제조품목, 회사소개 등 기타 자세한 사항은 SEDEX 홈페이지 - <참가업체 디렉토리>에서 확인 가능합니다.

https://sedex.org/public_html/information/information_directory.asp


5. SEDEX Program 

 반도체 양산성능평가사업 우수사례 발표

 반도체 양산성능평가 신규 공급기업 유치 및 품목발굴 교류

 네덜란드 투자진흥청 / 네덜란드 대사관, 충북도청,

광주광역시, 부천시, 이천시, 안성시 참여

 피엔피네트워크, 알티엠, 쎄닉, 퓨리언스, 알앤에스랩 등

IR기업 – 투자자 교류 및 상담



6. SEDEX Event 



7. SEDEX 언론기사

[출처] SEDEX 2024 반도체 대전 다녀왔어요! | 작성자 성남폴리텍대학
[출처] SEDEX 2024 참석 | 작성자 대학교 7학년인디
[출처] 반도체의 날 기념 제26회 반도체대전(SEDEX 2024) 참관기 | 작성자 VAD

https://blog.naver.com/poly_seongnam/223646491345
https://blog.naver.com/kyo181_181/223633654323
https://blog.naver.com/vadinstrument/223631493386


8. SEDEX 2025 준비

명 칭 : 제27회 반도체대전 (SEDEX 2025)

기 간 : 2025년 10월 22일(수) ~ 24일(금), 3일간

장 소 : 서울 삼성동 COEX Hall C & D1

주 최 : 산업통상자원부

주 관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합

참가사 : 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비∙부분품, 재료,

설비, 센서 등 반도체관련 기업

개최개요

- 1차 : ~2024.12.31(화) ☜ 참가비 15% 할인

- 2차 : ~2025.04.30(수) ☜ 참가비 10% 할인

- 3차 : ~2025.06.30(월) ☜ 참가비 5% 할인

* 3년(2023~2025년) 연속 참가기업 추가할인 5%

* 부스 소진 시 조기 마감

참가신청



9. SEDEX Photo Gallery 



감사합니다


